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１．概要（Summary） 

半導体 ICチップの信頼性試験における特性変動対策

の検証として、ウエハのアニール処理（加熱処理）による

効果を確認した。アニール処理の実施に伴い、600 ℃ま

で加熱可能で温度及び時間をプログラム可能な共用装置

イナートガスオーブンを使用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イナートガスオーブン INH-9CD 

【実験方法】 

試料となる未加工のウエハをポリイミド樹脂を敷いたトレ

ーに乗せイナートガスオーブンに投入し、Figure 1 に示

す温度プロファイルのアニール処理をかけた。 
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Figure 1  Program pattern 

 

その後ウエハを自社にてチップダイシングにより小片化

し、樹脂パッケージで封止してサンプルを作成した。比較

対象となる（未アニール処理の）リファレンスサンプルと共

に信頼性試験に投入し、特性変動の様子を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 アニール処理することによって信頼性試験による特性変

動を抑止する効果が僅かながらも見えた。(Table 1) 

 

Table 1  Variation due to reliability test 

アニール 変動率(Average) 

処理 0.88% 

未処理 1.28% 

 

但し、今回の条件では抑止効果が小さく不十分である

為、同装置の機能を利用し温度を上げるまたは時間を延

ばすなどの条件を変えて追加検証が必要と考える。 

 また、同装置は冷却機能が付加されていないため

Figure 1 のセグメント No.4 において温度を 250 ℃から

80 ℃まで下げるのに 3 時間以上を要した。次回使用時

はプログラムパターンによる時間の短縮が可能か検証を

行う必要があると感じた。 
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